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ABSTRACT

EEEffffffeeeccctttooofffppphhhooosssppphhhooorrriiicccaaaccciiidddppprrreeetttrrreeeaaatttmmmeeennntttaaannndddwwweeetttnnneeessssssooonnn
eeennnaaammmeeelllbbbooonnndddssstttrrreeennngggttthhhoooffftttwwwooo---sssttteeepppssseeelllfff---eeetttccchhhiiinnngggsssyyysssttteeemmm

The purpose ofthis study was to evaluate the effectofphosphoric acid
pretreatment and primer on enamel shear bond strength of two-step
self-etchingsystem tomositanddryenamel.
The enamelofextracted human molars were cutmesiodistally,and 1㎜
thickness ofspecimen was made.These specimens were ground with wet
600-gritSiCpaper,anddividedintosixgroups:Theenamelsurfacesofgroup
1andgroup2wereacid-etched,rinsed,carefullydriedfor15swithcompressed
airandClearfilSE bonding resinwasappliedwithandwithoutClearfilSE
primer.Theenamelsurfacesofgroup3andgroup4wereacid-etched,rinsed,
blotdriedwithcottonpelletsandbondingresinwasappliedwithandwithout
primer.Group 5 & group 6 were dried the enamelsurfaces for15s with
compressedairorblotdriedwithcottonpellets,andappliedClearfilSE Bond
(Kuraray Medical Inc., Okayama, Japan) according to manufacturer's
instructions.FiltekZ-250(3M ESPEDentalProducts,St.Paul,MN,USA)was
bondedtotheenamelofeachspecimenusingaTygontube.Afterstoragein
tapwaterfor24hours,thebondedspecimensweresubjectedto μSBStesting
withacrossheadspeedof1㎜/min.Themean μSBS(n=20foreachgroup)was
statisticallycomparedusingone-wayANOVA,TukeyHSD,andt-testat95%



level.AlsotheSEM analysiswasperformedforevaluationoftheinterfaceof
enamelandcomposite.

Theresultsareasfollows:
1.Acidetchingpriortoapplicationoftheself-etchingprimerproducedhigher
bondstrengthtoenamelthanself-etchingprimingonly(p<0.05).

2.Onetchedanddriedenamelsurfaces,applicationoromissionofprimerwas
nostatisticallysignificantdifferenceforenamelμSBSvalues.

3.Onetchedandwetenamelsurfaces,applicationoromissionofprimerwasno
statisticallysignificantdifferenceforenamelμSBSvalues.

4.Inacid-etchinggroups,thehybridizedenamellayerwithtypicalpenetration
oftheresinintothedemineralizedzonewasobservedalong theinterface.
But,in non-acid-etching groups,examination oftheenamel-resin interface
showedpoorlydefinedresintagsandgaps.

Inconclusion,undertheconditionsofthisstudy,phosphoricacidpretreatment
ofenamelsurfaceprovidedhigher μSBS values.Andonetchedanddriedor
wetenamelsurfaces,omission oftwo-step selfprimer did not influence
enamel-compositeresin μSBSvalues.



I.서 론

1955년 Buonocore1)에 의해 법랑질 산부식 방법이 도입된 이후,치아의 경조직에
대한 수복 재료의 접착이 가능해졌다.산 부식제들은 도말층을 제거하고 하부의 건
전한 법랑질과 상아질을 탈회시킴으로써 레진의 유지를 위한 미세기공을 형성한다
1,2).이 중 인산을 이용한 법랑질의 산부식은 법랑질 표면을 변화시켜 접착 효과를
향상시킨다1).법랑질 표면은 높은 표면 에너지를 갖게 되고 낮은 점성을 갖는 레진
의 젖음성이 향상되어,레진이 산부식에 의해 형성된 미세 기공 부위로 모세관 현
상에 의해 침투한다.레진이 중합된 후 미세 기공 부위로 접착 레진이 확산됨으로
써 형성된 resin tag는 법랑질과 강한 미세기계적 맞물림(micro-mechanical
interlocking)을 형성한다.
인산을 이용한 3-단계 접착제가 법랑질과 상아질 모두에서 우수한 접착 능력을
갖는 것으로 입증되었으나3),여러 단계의 접착 과정을 단순화하려는 노력이 진행되
어 왔다.자가 부식 접착제(self-etchingadhesives)는 치질의 부식과 침투를 동시에
수행하는 친수성의 산성 단량체를 함유함으로써 법랑질의 전처치를 단순화할 수
있도록 하였다4).접착 과정 시 자가 부식 접착제는 2단계로 나누어 사용되므로 이
러한 접착제를 2-단계 자가 부식 접착제(two-stepself-etchingadhesive)라고 하며
5)이러한 시스템은 시술 시간의 단축과 임상적 효율성의 증가를 가져왔다.2-단계
자가 부식 접착제는 상아질에서 일정한 결합강도를 보여 주었지만,법랑질에 대한
결합에 대해서는 다양한 결과가 보고된다6,7).어떤 연구들은 자가 부식 접착제와
total-etching접착제를 법랑질에 적용했을 때 결합강도에 차이가 없다고 보고하였
다8,9).그러나 몇몇 최근의 연구들은 total-etching접착제 보다 자가 부식 접착제들
의 결합 강도가 더 낮았음을 보고하고 있고10,11),자가 부식 접착제의 사용 시 인산
으로 미리 법랑질을 산부식하는 것이 제조사의 지시대로 사용하는 것보다 결합 강
도가 더 높아진다고 하였다12).
복합레진을 상아질에 접착할 때 습윤 접착술(moistbondingtechnique)은 건조 접
착술 (dry bonding technique)에 비해 우수한 접착을 나타낸다13).습윤 접착술
(moistbondingtechnique)은 레진 단량체의 더 나은 침투를 위해 교원 섬유망의
붕괴를 방지하고 탈회된 교원 섬유 사이에 미세 공극을 유지하기 위해 도입되었다
14).또한 양극성(소수성과 친수성)의 기능성 단량체를 함유하는 프라이머의 적용은



습윤한 상아질 표면에 소수성 레진의 침투를 위해 필수적이다15).프라이머는 표면
에너지를 증가시켜 상아질 표면으로 레진의 젖음성을 향상시킨다.이 때 법랑질과
상아질은 인접해 있는 구조물이기 때문에 상아질의 습윤 상태는 법랑질에도 영향
을 주게 되고,상아질에 프라이머 적용 시 법랑질에도 프라이머가 접촉되는 것은
불가피하다16).따라서 법랑질이 건조되거나 습윤한 상태일 때 프라이머가 결합강도
에 미치는 영향에 대해 평가할 필요가 있다.지금까지 건조된 법랑질 표면에 프라
이머의 영향을 평가한 몇몇의 연구가 있었고,결합강도에 대한 영향은 아직 논쟁이
되고 있다12,16-18).또한 2-단계 자가 부식 접착제에서 습윤한 법랑질에 프라이머 적
용이 결합강도에 미치는 영향을 평가한 연구는 아직 부족한 실정이다.
따라서 본 실험에서는 2-단계 자가 부식 접착제의 법랑질 결합강도에 대한 인산
전처리의 영향과 인산 전처리 후 건조 또는 습윤한 법랑질에서 프라이머의 적용이
미치는 영향을 알아보고자 하였다.



Ⅱ.실험재료 및 방법

1.실험재료
치관부에 우식증이나 수복물이 없는 최근에 발거한 상 ·하악 대구치를 실험치아
로 사용하였다.
접착제는 2-단계 자가 부식 접착제인 ClearfilSE Bond(KurarayMedicalInc.,
Okayama,Japan)를 사용하였고 (Table1),복합레진은 광중합 복합레진인 Filtek
Z250(3M ESPE DentalProducts,St.Paul,MN,USA)을 사용하였다.접착제와
복합레진의 광중합을 위한 광조사기는 Spectrum 800(Dentsply Caulk,Milford,
DE.USA)을 사용하였고,500mW/㎠의 광 강도를 이용하였다.

TTTaaabbbllleee111...TTThhheeecccooommmpppooonnneeennntttsssooofffCCCllleeeaaarrrfffiiilllSSSEEEBBBooonnndddaaannndddpppHHH ooofffppprrriiimmmeeerrr

2.실험방법
1)시편제작과 군 분류
발거된 대구치의 표면에 부착된 연조직과 무기물을 스켈러로 제거한 후,실험 직
전까지 생리식염수에 보관하였다.평평한 법랑질 표면을 얻기 위해 치관의 협면과
설면을 주수하에서 저속의 다아이몬드 휠로 절단하여 1mm 두께의 절편을 제작한
후 600-gritSiCpaper로 연마하였다.
치아의 절편들은 6개의 군으로 분류하여 1,2,3,4군은 ClearfilSEBond를 적용
하기 전 37% 인산으로 전처리를 시행하였고 5,6군은 인산 전처리를 시행하지 않
았으며,와동 표면의 건조 및 습윤 방법과 프라이머의 적용 및 생략에 따라 각 군
을 다음과 같이 처리하였다 (Table2).

CCCooommmpppooonnneeennntttsss pppHHH MMMaaannnuuufffaaaccctttuuurrreeesssPPPrrriiimmmeeerrr BBBooonnndddiiinnngggaaagggeeennnttt
MDP,HEMA,water,
DMA,initiator

MDP,HEMA,DMA,
microfiller,initiator 2.0 KurarayMedicalInc.,

Okayama,Japan



TTTaaabbbllleee222...CCClllaaassssssiiifffiiicccaaatttiiiooonnnooofffgggrrrooouuupppsss&&& bbbooonnndddiiinnngggppprrroooccceeeddduuurrreeesss

(1)1군
15초 동안 산 부식 처리 및 세척 후 남아 있는 물을 제거하기 위하여 치아 표
면에서 2cm 떨어진 거리에서 airsyringe로 강하게 10에서 15초간 건조하였다.
Primer를 법랑질 표면에 적용하고,20초간 방치한 다음 airsyringe로 건조한 후,
Bond를 법랑질 표면에 적용하고 airsyringe로 가볍게 불어 법랑질 표면에 충분히
퍼지도록 하였다.그 후 Spectrum 800으로 10초간 광조사하였다.
(2)2군
ClearfilSEPrimer적용 단계를 생략하는 것을 제외하고,(1)과 동일한 방법으로
처리하였다.
(3)3군
산 부식 처리 후 남아 있는 물을 면구로 제거하여 반짝이는 표면을 형성한 후
ClearfilSEPrimer와 Bond를 적용하고 광조사하였다.
(4)4군
ClearfilSEPrimer적용 단계를 생략하는 것을 제외하고,(3)과 동일한 방법으로
처리하였다.
(5)5군
산 부식 전처리를 시행하지 않고 법랑질 표면을 세척한 후 airsyringe로 건조
하였다.그 후 ClearfilSEPrimer와 Bond를 적용한 후 광조사하였다.
(6)6군
산 부식 전처리를 시행하지 않고 법랑질 표면을 세척한 후 남아 있는 물을 면구
로 제거하여 반짝이는 표면을 형성하였다.ClearfilSE Primer와 Bond를 적용한
후 광조사하였다.
각 절편의 법랑질 표면 2부위를 선택하여 내경 0.7mm,높이 1mm의 Tygontube

GGGrrrooouuupppsss AAAccciiiddd---eeetttccchhhiiinnnggg DDDrrryyyiiinnnggg PPPrrriiimmmeeerrr
111 yes dry yes
222 yes dry no
333 yes wet yes
444 yes wet no
555 no dry yes
666 no wet yes



(SaintGobain performancePlasticCo.,USA)를 위치시킨 후,Filtek Z250A2
shade로 충전하고 Spectrum 800으로 40초간 광조사하였다.

2)미세전단 결합강도의 측정
No.15blade(Paragon,Sheffield,England)를 이용하여 FiltekZ250을 감싸고 있
는 Tygontube를 제거하였다.각 시편을 건조하여 Cyanoacrylate접착제로 제작된
검사 장치에 접착한 후,universaltestingmachine(EZtest,ShimadzuCo.,Kyoto,
Japan)의 jig에 고정하였다.상부의 고정 부위와 하부의 복합레진에 0.3mm 두께의
교정용 철사 (TomyInternationalInc.,Tokyo,Japan)를 평행하게 걸고,복합레진
이 법랑질 표면에서 파절될 때까지 분당 1.0mm의 crossheadspeed로 전단하중을
가하였다.측정된 각 시편의 미세전단 결합강도는 MPa로 환산하였다.

3)주사전자 현미경(FE-SEM)관찰
주사전자 현미경 관찰을 위해 위와 동일한 방법으로 각 군당 시편을 추가적으로
제작하고,결합 계면의 관찰을 위해 교합면에 수직이 되게 절단하였다.절단된 시
편을 stube에 부착하고 12KV 전압 하에서 1분간 700Å의 두께로 백금으로 도금
하였다.복합레진의 표면 관찰은 FE-SEM (S-4700:HitachiHighTechnologies
Co.,Tokyo,Japan)을 사용하여 1000배와 5000배의 배율로 관찰하였다.

4)통계분석
각 군의 평균 미세전단 결합강도 값의 비교 및 유의성 검증을 위해 one-way
ANOVA가 이용되었으며,사후검정은 TukeyHSD검정을 이용하였다.



Ⅲ.실험성적

111...미미미세세세전전전단단단 결결결합합합강강강도도도
각 실험군의 미세전단 결합강도의 평균과 표준편차는 Table3에 나타내었다.인산
전처리 여부에 따라 평가 하였을 때 37% 인산으로 전처리를 시행한 1군(29.46±
6.25MPa),2군(26.20±7.23MPa),3군(25.06±3.70MPa),4군(25.31±6.21MPa)
은 인산 전처리를 시행하지 않은 5군(21.98±6.01MPa),6군(22.01±6.57MPa)
보다 미세전단 결합강도가 더 높게 나타났다.이 중에서도 같은 조건하에 있는 1군
은 5군 보다 통계학적으로 유의하게 더 높은 미세전단 결합강도를 나타냈으며 (p
<0.05),3군은 6군 보다 더 높은 결과 값을 나타내었지만 통계학적으로 유의한 차
이는 없었다 (Table3).
같은 조건하에서 법랑질 표면의 습윤 효과를 비교했을 때 1,2군은 3,4군 보다
미세전단 결합강도가 더 높게 나타났으나 유의한 차이는 없었고,5군은 6군 보다
더 낮게 나타났으나 유의한 차이는 없었다 (Table3).
건조한 법랑질에서 프라이머 적용 효과를 평가했을 때,프라이머를 적용한 1군이
프라이머 적용 단계를 생략한 2군 보다 미세전단 결합강도가 더 높은 값을 보였으
나 유의한 차이는 없었다 (p> 0.05).습윤한 법랑질에서의 결과 역시 프라이머를
적용한 3군이 적용하지 않은 4군 보다 미세전단 결합강도가 더 높았지만 유의한
차이는 없었다 (p>0.05).

TTTaaabbbllleee 333...MMMeeeaaannn mmmiiicccrrrooossshhheeeaaarrr bbbooonnnddd ssstttrrreeennngggttthhh (((MMMPPPaaa))) ooofff eeeaaaccchhh gggrrrooouuuppp aaannnddd
ssstttaaatttiiissstttiiicccaaalllaaannnaaalllyyysssiiisss

SuperscriptsoftheotherletterindicatevaluesofstatisticallysignificantdifferencebyTukey
HSD(p<0.05)

GGGrrrooouuuppp μμμμSSSBBBSSS(((mmmeeeaaannn±±±SSS...DDD...))) NNNooo...ooofff
SSSpppeeeccciiimmmeeennnsss

1군 29.46±6.85a 20
2군 26.20±7.23ab 20
3군 26.06±3.70abc 20
4군 25.31±6.21abc 20
5군 21.98±6.01c 20
6군 22.00±6.57bc 20



222...주주주사사사전전전자자자 현현현미미미경경경 분분분석석석
주사전자 현미경 소견에서 인산 전처리를 시행한 군인 1군,2군,3군,4군은 결합
계면을 따라 탈회된 법랑질로 레진이 침투하는 양상과 혼성화된 법랑질층이 뚜렷
하게 관찰되었다 (Figure1).
인산 전처리를 시행하지 않은 군인 5군,6군의 결합 계면의 형태는 불확실한
resintags와 법랑질과 레진 사이의 틈(gap)이 관찰되었다 (Figure1).



111군군군(((xxx111000000000))) 111군군군(((xxx555000000000)))

222군군군(((xxx111000000000))) 222군군군(((xxx555000000000)))

333군군군(((xxx111000000000))) 333군군군(((xxx555000000000)))

444군군군(((xxx111000000000))) 444군군군(((xxx555000000000)))



555군군군(((xxx111000000000))) 555군군군(((xxx555000000000)))

666군군군(((xxx111000000000))) 666군군군(((xxx555000000000)))

FFFiiiggguuurrreee111...FE-SEM photograph illustrating theresin/enamelinterfaceofthe
groups(left:x1000,right:x5000)



IV.총괄 및 고안

최근 접착 치의학에서는 접착 기질로써 도말층을 이용하는 개념이 재도입되었는
데19),이 개념을 이용한 시스템이 자가 부식 접착제이다.이는 산성 단량체를 이용
하여 도말층을 통과함으로써 하부의 법랑질이나 상아질을 산 부식시키고 산 처리
된 표면을 수세하지 않음으로써 탈회된 상아질의 붕괴를 막을 수 있다6).또한 탈회
깊이와 동일한 깊이 까지 단량체들이 침투한다.따라서 산부식에 의해 형성된 미세
기공이 접착제에 의해 완벽하게 침투되고 법랑질과 강한 미세 기계적 맞물림을 형
성하게 된다20).그러나,최근 법랑질과 자가 부식 접찹제의 결합 계면이 내구성 있
는 강한 기계적 성질을 제공하기에는 너무 취약해서 이 접착제의 효율성에 대한
우려가 높아지고 있다.
Patricia등12)은 자가 부식 접착제를 적용하기 전 인산으로 법랑질을 부식하였을
때의 전단 결합강도를 평가하였다.이 연구는 제조사의 지시와 달리 인산 전처리를
시행하고 ClearfilSEBond를 적용했을 때 전단 결합강도가 두 배 더 높게 나타났
고,이는 total-etching접착제인 SingleBond와 유사하였다고 보고했다12).Maria
등21)은 인산 전처리가 자가 부식 접착제의 결합강도에 미치는 영향을 평가하였는
데,법랑질을 37% 인산으로 전처리하였을 때 접착제의 종류에 상관없이 유의하게
더 높은 전단결합강도를 나타냈으나,상아질을 인산 전 처리하였을 경우 일부 접착
제에서 더 낮은 전단결합강도를 나타냈다고 보고했다21).
그러나 이와는 반대로 1998년 Gordan22)등은 법랑질에서 자가 부식 접착제와
total-etching접착제가 유사한 미세누출 저항성을 나타냈다고 보고하였고,2002년
Yazici등23)은 ClearfilSEBond를 이용하였을 때 제조사의 지시에 따른 경우와 법
랑질을 미리 산 부식 처리한 경우의 법랑질 변연의 미세누출을 조사한 결과 두 가
지 모두 법랑질 변연에서 염색제의 투과가 없었다고 보고했다23).
본 실험에서는 자가 부식 접착제를 적용하기 전에 인산으로 전처리를 시행한 군
에서 인산 전처리를 시행하지 않은 군보다 미세전단 결합강도가 더 높게 나타났으
며,특히 같은 조건하에서 실험된 1군과 5군은 통계학적으로 유의한 차이를 나타냈
다 (p<0.05)(Table3).
이 실험에서 사용된 ClearfilSEBond프라이머의 pH는 2.0으로 mildself-etching
system에 속한다.이 접착제는 인산과 비교했을 때 상대적으로 높은 pH를 갖기 때



문에 훨씬 낮은 부식 효과를 나타냄으로써 법랑질에 대해 더 낮은 미세전단 결합
강도를 초래했다고12,24)생각된다.법랑질에 적용한 2-단계 자가 부식 접착제의 프
라이머는 세척을 하지 않고 단지 공기만으로 건조하기 때문에 법랑질을 이루고 있
는 수산화인회석으로부터 용해된 칼슘과 인 이온이 프라이머 용액에 떠있게 된다
25).고농도의 칼슘과 인은 이온 효과로 인하여 수산화인회석을 더 이상 용해시키지
않아 법랑질 탈회의 깊이를 제한하게 되는 것이다26).법랑질의 더 얕은 탈회 깊이
는 법랑질로 프라이머가 침투하는 것을 더 어렵게 한다8).따라서 법랑질의 탈회 깊
이를 더 깊게 하기 위한 방법으로,프라이머가 치아에 잔존하는 시간이나 적용 횟
수에 의해 탈회 깊이는 변할 수 없기 때문에27)자가 부식 접착제를 사용하기 전 인
산의 적용이 고려되어야 한다.탈회 깊이의 중요성은 이번 연구에서 주사전자 현미
경 관찰에서도 알 수 있었다 (Fig1).인산 전처리를 시행한 군은 산 부식된 법랑
질로 레진의 뚜렷한 침투에 의한 긴밀한 접합을 이룬 반면에,인산 전처리를 시행
하지 않은 군은 불확실한 레진의 침투 또는 틈(gap)이 관찰되어,미세전단 결합강
도의 실험 결과를 뒷받침해 주었다.또한 인산이 고도로 광화되고 산에 저항성을
갖는 기질인 법랑질에 적용되어 완충 능력이 있는 도말층을 제거함으로써,자가 부
식 접착제가 법랑질 표면으로 잘 확산되어 결합강도를 향상시킴을 알 수 있었다23).
법랑질-레진 결합은 산부식된 법랑질 표면의 수분,상아질 프라이머,타액 등에
의한 오염으로 약화될 수 있다28).그러나 본 실험에서 습윤 접착술이 이용된 군은
건조 접착술이 이용된 군보다 미세전단 결합강도가 더 낮지만 유의한 차이는 없었
다 (Table3).최근 다수의 연구에서 여러 종류의 접착제를 사용하였을 때 법랑질
에서 습윤 접착술이 결합강도에 악영향을 미치지 않는다는 결과를 보고했다29,30).
접착에서 사용된 단량체와 용매에 따라 습윤 접착술이 법랑질 결합강도에 미치는
영향은 달라진다14,30).용매로 사용된 물은 접착제의 친수성을 증가시키고 친수성
단량체는 법랑질 표면의 수분에 덜 민감하므로 습윤한 법랑질 표면에 대한 소수성
접착제의 젖음성은 증가될 것이다31).Karlheinz30)등은 여러 종류의 접착 시스템을
이용하여 법랑질의 전단 결합강도에 습윤 접착술이 미치는 영향을 평가하였는데,
사용된 접착제 중 물을 용매로 사용하는 SyntacSingleComponent는 습윤 접착술
에 의해 법랑질 결합강도가 영향을 받지 않았다고 보고하였다.본 실험에서 사용한
Clearfil SE Bond는 물을 용매로 하는 접착제로써 친수성의 HEMA
(2-hydroxyethyl methacrylate)와 MDP (10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen



phosphate)를 함유하고 있다.
건조한 법랑질 표면에 프라이머의 적용이 결합강도에 미치는 영향에 대한 연구들
에서 다양한 결과들이 보고되었다12,16-18).Hadavi등16)은 4개의 접착제를 이용하여
산부식된 법랑질 표면에 프라이머를 적용하였을 때 전단결합강도에 미치는 영향을
평가하였는데,결합강도가 31-44% 감소했다고 보고하였다.그러나 Hayakawa등17)

과 Barkmeier등18)은 각각 40%,37% 인산으로 법랑질을 부식시킨 후 프라이머를
적용했을 때 결합강도에 영향을 미치지 않았다고 보고했다.Patricia등12)은 2종류
의 2-단계 자가 부식 접착제를 이용하여 인산 부식 후 프라이머 적용한 군과 생략
한 군의 결합강도를 비교했을 때,두 군 사이에 유의한 차이가 없었다고 보고하였
다.Jain등15)은 3종류의 3-단계 접착제와 1종류의 2-단계 total-etching접착제를
이용하여 인산으로 산부식 후 건조하거나 습윤한 법랑질에 프라이머의 적용이 결
합강도에 미치는 영향을 평가하였고,건조한 법랑질에서 프라이머의 적용은 결합강
도에 유의한 영향을 미치지 않았다고 보고하였다.그러나 습윤한 법랑질에서 프라
이머의 생략은 프라이머를 적용한 경우 보다 유의하게 낮은 결합강도를 나타냄으
로써 본 연구와 유사한 결과를 보였다. Jain등15)은 습윤한 표면에서 프라이머가
없을 때 소수성 접착 레진이 확산되지 못하고,물이 중간에 개재되어 중합을 방해
한다고 설명했다.또한 2-단계 total-etching접착제는 친수성이므로 습윤 상태에
영향을 받지 않는다고 결론지었다.이를 통해 본 실험에서 이용된 ClearfilSE
Bond의 접착제는 소수성 보다 친수성에 가까운 성질을 나타냄을 알 수 있었다.이
접착제에는 소량의 친수성 단량체인 HEMA와 MDP가 함유되어 있어,프라이머를
적용하지 않더라도 습윤한 법랑질 표면으로 접착제가 잘 침투할 수 있었을 것으로
생각된다.하지만 과도한 물의 잔존은 레진 단량체를 희석시키고 혼성층 형성을 방
해하므로 바람직하지 않다32).
법랑질에 대한 높은 결합 강도는 좋은 변연과 수복물의 봉쇄에 중요하기 때문에,
임상에서 산부식 전처리의 시행은 법랑질 결합에 주로 의존하는 수복물의 경우에,
예를 들어 4급 와동,치간이개폐쇄술,높은 C-factor를 갖는 수복물 등,고려해 볼
수 있다12).
본 실험에서는 법랑질 표면의 수분 상태의 평가 시 육안으로만 표면 상태를 평

가하는 주관적인 평가에 의존하였다.따라서 표면의 정확한 수분 상태의 평가를 위
해서 더욱 객관적인 정량적 평가가 필요하며,법랑질 표면의 수분이 과잉으로 존재



할 때의 프라이머 적용 여부에 관한 평가도 추가적으로 필요하다고 생각된다.또한
임상 상황을 재현할 수 있는 열순환(thermocycling)등을 시행한 연구와 다른 용매
를 포함하는 다양한 자가 부식 접착제의 추가적인 연구를 통해 용매 차이에 따른
결합강도의 비교 및 평가가 필요할 것으로 사료된다.



V.결 론

2-단계 자가 부식 접착제는 시술 시간의 단축과 임상적 효율성의 증가로 사용이
증가되고 있는 추세이다.그러나 이러한 접착제의 법랑질에 대한 결합강도와 결합
의 내구성에 대해 많은 논쟁이 되고 있다.
본 연구는 2-단계 자가 부식 접착제를 사용하는 경우 법랑질의 인산 전처리와 산
부식 후 건조하거나 습윤한 법랑질에 프라이머의 적용이 법랑질 결합강도에 어떠
한 영향을 미치는지 평가하기 위해 미세전단 결합강도 시험 및 결합 계면에 대한
주사전자 현미경 관찰을 시행하였으며 다음과 같은 결과를 얻었다.
1.인산 전처리를 시행한 군이 시행하지 않은 군 보다 더 높은 미세전단 결
합강도를 나타냈다 (p<0.05).

2.산부식 후 건조한 법랑질에 프라이머를 적용한 군은 생략한 군보다 더 높은 미
세전단 결합강도를 나타냈으나 통계학적으로 유의한 차이는 없었다.

3.산부식 후 습윤한 법랑질에 프라이머를 적용한 군은 생략한 군보다 더 높은 미
세전단 결합강도를 나타냈으나 통계학적으로 유의한 차이가 없었다.

4.주사전자 현미경 분석 결과,인산 전처리를 시행한 군은 탈회된 법랑질로 확실
한 레진 침투가 관찰되었으나 인산 전처리를 시행하지 않은 군은 접착 계면에
서의 틈(gap)과 부적절하게 형성된 resintag가 관찰되었다.

위의 결과들로 보아 2-단계 자가 부식 접착제 사용 시 법랑질에 인산 전처리를
시행하는 것은 결합강도를 향상시킬 수 있으며,산부식 후 건조하거나 습윤한 법랑
질 모두에서 프라이머 적용이나 생략은 법랑질-복합레진 결합강도에 유의한 영향
을 미치지 않았다.
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